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Abstract not available for DE1 0057647 
Abstract of corresponding document: FR2811809 

The encapsulating module structure of a charge- 
coupled device (1) is implemented on the lower 
side of a transparent glass plate (12) in the form 
of a high-performance substrate circuit (121) 
which is assembled by soldering with an image 
acquisition chip (1 1 ), and by use of solder balls 
(13) mounted on a printed circuit board (16) in a 
manner to obtain a combination of circuits. In a 
variant of encapsulating structure, a transparent 
adhesive or a special chemical compound is 
used to fill the space between the circuit (121) on 
the glass plate (12) and the image acquisition 
chip (1 1 ), so that the trajectory of image 
formation (P) traverses the glass plate and the 
transparent layer before impinging on the chip. In 
another variant, the glass plate on lower side is 
joined with the high-performance substrate 
having a central opening and whose lower side is 
in the form of appropriate circuit which is . 
assembled by soldering with the image 
acquisition chip. In another variant, the high- 
performance substrate is joined with the glass 
plate which is accommodated in an upper cavity, 
and the image acquisition chip is mounted by 
soldering in a lower cavity. In another variant, a 
conductor is utilized for mounting on the printed 
circuit board. 
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Gehausestruktur fur CCD-Chip 

Eine Gehausestruktur fur CCD-Chips, die einen CCD- 
Chip (11), eine Schaltung (121) und eine Glas^hefbe (12) 
umfallt. Bin Schaltungssubstrat weist eine Offnung und 
auf seiner Unterseite die elektrische Schaftung (121) auf 
und ist an der Unterseite der Glasscheibe (12) so ange- 
bracht, daB sich die Offnung gegenuber der Glasscheibe 
(12) befindet. Der CCD-Chip (11) 1st an der Unterseite des 
Schaltungssubstrats gegenuber der Offnung mittels Flip- 
chlp-Montage montiert und ist mit der Schaltung (121) 
elektrisch verbunden. Die Schaltung (121) ist durch Lot- 
mittel (13) an einer Leiterplatte (16) montiert. Die Gehau- 
sestruktur besltzt dadurch eine sehr geringe Bauhohe. 
Das Substrat kann ein BT-Substrat, ein Lamlnat-Substrat, 
ein Pl-Substrat und derglelchen umfassen. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet der CCD-Chips 
imd insbesondere eine Gehausestruktur fiir derardge CCD- 
Chips. ^ 
[0002] Derzeit werden CCD-Chips in groBem Umfang 
verwendet, da sie die am weitesten fortgeschrittene Ibchnik 
fiir BilderzeuguBgselemente in Kameras bilden und in vie- 
len verschiedenen Gebieten verwendet werden konnen, 
etwa im medizimschen Bereich, im industriellen Bereich, lO 
im Erziehungsbereich, im Datenverarbeitungsbereich, im 
Ttansportbereich und im Bereich der allgemeinen Verwal- 
txing, Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist io einem herkommlichen 
CCD-Gehausemodul 1 ein auf einem Leiterrahmen 11' an- 
gebrachtes Substrat 12' mit einem Chip 2' mittels durch 15 
Drahtbonden verbunden, wobei um den Chip 2' eine Wand 
3' ausgebUdet isL Zur Abdeckung der Wand 3' wicd eine 
Glasscheibe 4' verwendet, so daJ3 zwischen der Glasscheibe 
4* und dem Chip Z ein Abstand vorhanden ist und auf dem 
Chip 2' das durch die Glasscheibe 4' durchgelassene Bild P 20 
erzeugt wird, SchlieBIich ist das gesamte Modul 1 ilber den 
Leiterrahmen U' an einer Leiteiplatte 5' angebracht. 
[0003] Die obenbeschriebene Struktm: besitzt den Nach- 
teil, da8 die Gesamthohe des Moduls nicht veningert wer- 
den kann. Aus diesem Grund ist die Struktur fiir Anwendun- 25 
gen in Kleinstvorrichtungen wie etwa in Mikro-Diagnose- 
vonichtungen, in digitalen Kameras und dea^gleichen, die 
ein Gehausemodul mit extrem geiiager Bauhohe erfoideni, 
nicht geeignet. 

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 30 
eioe Gehausestruktur fiir CCD-Chips zu schaffen, die die 
obenerwahnten Nachteile des Standes der Technik nicht be- 
sitzt 

[0005] Diese Aufgabe wird gelost durch eine Gehause- 
struktur nach einem der Anspruche 1, 3, 5 und 7, WeiterbO.- 35 
dungen der Erfindung sind in den abhangigen Anspriichen 
angegeben. 

[0006] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung wer- 
den deudich bekn Lesen der folgenden Beschreibung bevor- 
zugter Ausfuhrungsformen, die auf die Zeichnung Bezug 40 
nimmt; es zeigen: 

[0007] Fig- 1 die bereits erwahnte schematische Ansicht 
eioes herkommlichen CCD-Gehausemoduls; 
[0008] Fig^ 2 eine schematische Ansicht eines CCD-Ge- 
hausemoduls gemSB einer bevorzugten Ausfuhrungsform 45 
der Erfindung mit einem Glassubstrat und einem mittels 
FEpchip-Montage montierten CCD-Chips; 
[0009] Fig. 2A eine schematische Ansicht eines CCD-Ge- 
hausemoduls gemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung mit einem Glassubstrat und einem 50 
mittels Hipchip-Montage monderten CCD-Chips; 
[0010] Fig. 3 eme schematische Ansicht eines CCD-Ge- 
hausemoduls gemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung mit einem BT-Substrat oder einem Metallsub- 
strat und einem mittels Hipchip-Montage montierten CCD- 55 

Chips; 

[OOnj Fig. 3A eine schemadsche Ansicht eines CCD-Ge- 
hSusOToduls gemaB einer weiteren bevorzugten Ausfiih- 
rungsform der Erfindung mit einem BT-Substrat oder einem 
Metallsubstrat und einem mittels Flipchip-Montage mon- 60 
tierten CCD-Chips; 

[0012] Fig. 4 eine schematische Ansicht eines CCD-Ge- 
hausemoduls gemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung mit einem PI-Legiemngssubstrat und einem 
mittels Flipchip-Montage montierten CCD-Chips; ^ 65 
[0013] Fig. 4A eine schematische Ansicht eines CCD-Ge- 
hausemoduls gemSB einer weiteren bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung mit einem PI-]>gierungssubstrat 



und einem ruittels Eijrchip-Montage montierten CCD- 
Chips; 

[0014] Fig. 5 eine schematische Ansicht eines CCD-Ge- 
hausemoduls gemaB einer bevorzugten Ausfohrungsform 
der Erfindung nait einem Substrat mit nach unten gerichteter 
teiung und einem mittels Eipchip-Montage montierten 
CCD-Chips, wobei fiir die Montage an einer Ixiterplatte ein 
Lotmittel verwendet wird; 

[0015] Fig. 5A eine schematische Ansicht eines CCD-Ge- 
hausemoduls gemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung mit einem Substrat mit nach unten 
gerichteter Oflfeung und einem mittels Flipchip-Montage 
montierten CCD-Chips, wobei for die Montage an einer Lei- 
terplatte ebenf alls ein Lotmittel verwendet wird; 
[0016] Fig. 6 eine schematische Ansicht eines CCD-Ge- 
hausemoduls gemaB einer bevorzugten Ausfiihrungsform 
der Erfindung mit einem Substrat mit nach unten gerichteter 
Qffiaung und einem mittels Flipchip-Montage montierten 
CCD-Chips, wobei fur die Montage an einer Leiterplatte 
Metalleitungen verwendet werden; und 
[0017] Fig. 6 A eine schematische Ansicht eines CCD-Ge- 
hausemoduls gemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung mit einem Substrat mit nach unten 
gerichteter Ofi&ung und einem mittels Flipchip-Montage 
montierten CCD-Chips, wobei fiir die Montage an einer lei- 
terplatte ebenfalls Metalleitungen verwendet werden. 
[0018] Die Gehausestruktur fiir CCD-Chips umfaBt im 
wesentiichen einen Chip und em Substrat mit komplexem 
Entwurf, das fiir eine Eipchip-Gehausemontage geeignet 
ist. Die Erfindung umfaBt mehrere verschiedene lypen von 
Gehausestcukturen. 

Struktur A (wie in Fig. 2 gezeigt) 

[0019] Dieses CCD-Gehausemodul 1 ist im wesentiichen 
an der unteren Flache einer Glasscheibe 12 und einer Schal- 
tung 121 ausgebildet, an der ein Chip 11 mittels Fiipchip- 
Gehausemontage montiert ist, wobei Lotmittel 13 verwen- 
det wird, um die Schaltung 121 an einer Leiterplatte 16 zu 
montieren. 

Struktur Al (wie in Fig. 2A gezeigt) 

[0020] Diese Struktur des CCD-Gehausemoduls 1 ist je- 
ner von Fig. 2 ahnlich, wobei jedoch in den Zwischenraum 
zwischen der Glasscheibe 12 und dem Chip 11 ein licht- 
durchlassiger Klebstoff 14 oder eine spezielle Chemikalie 
15 gefiillt ist, damit das gesamte CCD-Gehausemodul 1 sta- 
biler ist Der lichtweg P verlauft durch die Glasscheibe 12 
und den lichtdurchlassigen Klebstoff 14 oder die spezielle 
Chemikalie 15 und trifift dann auf dem Chip 11 auf. 

Struktur B (wie in Fig. 3 gezeigt) 

[0021] An der oberen Flache eines BT-Substrats oder ei- 
nes Laminat-Substrats mit einer Mittelbohrung ist eine 
Glasscheibe 22 befestigt, wahrend an der unteren Flache des 
BT-Substrats oder Laminat-Substrats 23 eine geeignete 
Schaltung 231 ausgebildet ist Der Chip 21 ist mittels eines 
Flipchip-Montageverfahrens montiert, wahrend die Schal- 
tung 231 am BT-Substrat oder am Laniinat-Substrat 23 an- 
gebracht ist, wodurch das CCD-Gehausemodul gebildet 
wird. Das gesamte CCD-Gehausemodul 2 ist mit Lotmittel 
24 an einer Leiterplatte 27 montiert 

StrukUir Bl (wie in Fig. 3A gezeigt) 

[0022] Die Struktur dieses CCD-Gehausemoduls 2 ist je- 
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ner der Struktur B afaalich, wobei jedoch in den Raum zwi- 
schen dsm Chip 21 und dem BT-Substrat oder Laminat-Sub- 
strat ein HchtdurchHssiger IQebstoff 25 oder eine spezielle 
ChemikaHe 23 gefiillt ist und der Lichtweg P durch die 
Glasscheibe 22 und durch den Hchtdurchlassigen Klebstoff 5 
25 Oder die spezieUe CheHukaHe 26 verlauft und auf den 
Chip 21 aufbm 



Struktur C (wie in Fig. 4 gezeigt) 



10 



[0023] ZunSchst wird auf die obere Hache eines Pl-Sub- 
strats 33 (mit Mttelbohrung) one Glasscheibe 32 gekiebL 
Auf der unteren Hache des Pl-Substrats 33 wird erne geeig- 
nete Schaltung ausgebildet AnscblieBend wird der Chip 31 
roittels eines Hipchip-Montageverfahrens am Pl-Substrat 15 
33 montiert, urn ein CCD-Gehausemodul 3 zu bilden. 
SchHeBHch wird das gesamte CCD-Gehausemodul 3 mit 
Lotmittel 34 an einer LeiterplaCte 37 angebracht 



Struktur CI (wie in Fig. 4A gezeigt) 



20 



[0024] Die Struktur dieses CCD-Gehausemoduls 3 ist je- 
ner von Fig. 4 ahnlich, wobei jedoch in den Zwischenraum 
zwischen dem Pl-Substrat 33 und dem Chip 31 ein licht- 
durchlassiger Elebstoff 35 oder eine spezieUe ChemikaHe 25 
36 gefiillt ist, so daB der lichtweg P durch das Glas 32 und 
durch den Hchtdurchlassigen Klebstoff 35 oder die spezieUe 
ChemikaHe 36 verlaufen kann und dami auf den Chip 31 
auftrifft. ^ 

Struktur D (wie in Fig. 5 gezeigt) 

[0025] In einem Substrat 43 ist eine obere Aussparung 
431 mit nach unten gerichteter Ofihung ausgebildet, in die 
eine Glasscheibe 42 eingesetzt ist In eiuer unteren Ausspa- 35 
rung 432 im Substxat 43 mit nach unten gerichteter Offhung 
ist mittels eines PHpchip-Montageverfahreos ein CCD-Chip 
41 montiert, um das CCD-Gehausemodul 4 zu bilden. Das 
CCD-Gehausemodul 4 ist mit L6tmittel 44 an einer Leiter- 
platte 48 angebracht. ^ 

Struktur Dl (wde in Fig. 5A gezeigt) 

[0026] Diese Struktur des CCD-Gehausemoduls 4 ist je- 
ner in Fig. 5 ahnHch, wobei jedoch in den Zwischenraum 45 
zwischen dem Substrat 43 und dem Chip 41 ein lichtdiirch- 
lassiger Klebstoff 46 oder eine spezieUe ChemikaHe 47 ge- 
fuUt ist, so daB der Lichtweg P durch die Glasscheibe 42 und 
dann durch den Hchtdurchlassigen Klebstoff 46 oder die 
spezieUe ChemikaHe 47 verlaufen kann und auf den Chip 41 50 

auftrifft 

Struktur E (wie in Fig, 6 gezeigt) 

[0027] Diese Struktur ist jener von Fig. 5 ahnlich, die 55 
Montage des Gehausemoduls 4 an derl^iterplatte 48 erfolgt 
jedoch unter Verwendung von MetaUeitem 45. 



Struktur El (wie in Fig, 6A gezeigt) 
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[0028] Diese Struktur des CCD-Gehausemoduls 4 ist je- 
ner von Fig. 6 ahnHch, wobei jedoch in den Zwischenraum 
zwischen dem Substrat 43 und dem Chip 41 ein HchMurch- 
lassiger Klebstofif 46 oder eine spezieUe ChemikaHe 47 ge- 
fiiUtist ^ 



Patentanspriiche 

1. Gebausestniktur fiir CCD-Chip, mit eiuem CCD- 
Chip (31), einer Schaltung (121) und einer Glasscheibe 
(12), dadurcli gekennzeidmet, daB 

ein Schaltungssubstrat dine Ofifoung und auf seiner Un- 
terseite die elekttische Schaltung (121) aufweist und an 
der Unterseite der Glasscheibe (12) so angebracht ist, 
daB sich die OfEhung gegeniiber der Glasscheibe (12) 
befindet, 

der CCD-Chip (11) an der Unterseite des Schaltungs- 
substrats gegeniiber der Offnung mittels Hipchip- 
Montage montiert ist und mit der Schaltung (121) elek- 
trisch verbunden ist, und 

die Schaltung (121) durch Lotmittel (13) an einer Lei- 
terpMte (16) montiert ist 

2. G^ausestruktur nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in den Zwischenraum zwischen dei Glas- 
scheibe (12) und dem CCD-CTiip (H) ein Hchtdurch- 
lassiger Klebstoff (14) oder eine spezieUe ChemikaHe 
(15) gefullt ist und der Lichtweg durch die Glasscheibe 
(12) und durch den Hchtdurchlassigen Klebstoff (14) 
oder die spezieUe ChemikaHe (1 S) verlauft und auf 
den CCD-Chip (U) auftriffL 

3. Gebausestniktur fur CCD-Chip, mit einem CCD- 
Chip (21), einem Substrat (23) und einer Glasscheibe 
(22), dadurch gekennzdchnet, daB 

das Substrat (23) eine OShung und auf seiner Unter- 
seite eine elektrische Schalmng (231) aufweist und an 
der Unterseite der Glasscheibe (22) so angebracht ist, 
daB sich die Of&iung gegeniiber der Glasscheibe (22) 
befindet, 

der CCD-Chip (21) an der Unterseite des Substrats (23) 
gegenuber der Offnung mittels Hipchip-Montage mon- 
tiert ist und mit der Schaltung (231) eiekliisch verbun- 
den ist, und 

die Schaltimg (231) durch Lotmittel (24) an einer Lei-' 
terplatte (27) montiert ist 

4. Gebausestniktur nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in den Raum zwischen dem Substrat (23) 

und dem CCD-Chip (21) ein Hchtdurchlassiger Kleb- 
stoff (25) oder eine spezielle ChemikaHe (26) gefuUt 
ist 

5. Gebausestniktur fiir C(X)-Cbip, mit einem, CCD- 
Chip (31), einem Substrat (33) und einer Glasscheibe 
(32), dadurch gekennzeichnet, daB 

das Substrat (33) eine Offnung und auf seiner Unter- 
seite eine elektrische Schaltung aufweist und an der 
Unterseite der Glasscheibe (32) so angebracht ist, daB 
sich die Ofl&iung gegenuber der Glasscheibe (32) befin- 
det, 

der CCD-Chip (31) an der Unterseite des Substrats (33) 
gegenuber der Offnung mittels FHpchip-Montage mon- 
tiert ist und mit der Schaltung elektrisch verbunden ist, 
und 

die Schaltung durch Lotmittel (34) an einer Leiterplatte 
(37) montiert ist 

6. Gebausestniktur nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in den Zwischenraum zwischen dem PI- 
Substrat (33) und dem CCD-Chip (31) dn Hchtdurch- 
lassiger Klebstoff (35) oder erne spezieUe ChemikaHe 

(35)gefLiUtist 

7. Gebausestniktur fiir CCD-Chip, mit einem CCD- 
Chip (41), einem Substrat (43) und einer Glasscheibe 
(42), dadurch gekennzeichnet, daB 

das Substrat (43) eine Aussparung (431) und auf seiner 
Untrarseite eine elektrische Schaltung aufweist und die 
Glasscheibe (42) in die Aussparung (431) des Substrats 



DE 100 57 647 A 1 

5 

(43) eingesetzt ist ond 

der CCa3-Chip (11) in eine Aussparung (432) des Sub- 
strats (43) UDter der Aussparung (431) mittels Flipchip- 
Montage montiert ist und mit der Schaltung elektrisch 
verbunden ist, und ^ 
das Substrat (43) durch Lotmittel (44) an einar Later- 
platte (48) montiert isL 

8, Gehausestruktur nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeicbnet, daB in den Zwischenraum zwischen der Glas- 
schedbe (42) und dem CCD-Chip (41) ein lichtdurch- lO 
lassiger Klebstoff (46) oder eine spezielle Chemikalie 
(47) gefullt ist und der Lichtweg durch die Glasscheibe 
(42) und durch den lichtdurchlassigen Klebstoff (46) 
Oder die spezieUe Chemikalie (47) verlauft und auf den 
CCD-Chip (41) aofom ^5 

9. Gehausestruktur nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB flir die Montage an der Leiterplatte (48) 
statt des Lotmittels (44) Metallleiter verwendet werden 
und in den Zwischenraum zwischen der Glasscheibe 
(42) und dem CCD-Chip (41) ein lichtdurchlassiger 20 
Klebstoff (46) oder eine spezielle Chemikalie (47) ge- 
fuUtist. 
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